
Intel 3-Series Chipset ชิปเซตตัวลาสุดในรหัส Bearlake 

หลังจากงาน IDF 2007 ที่ผานมา คายยกัษใหญอยาง Intel เอง ก็ไดนําเทคโนโลยีโพรเซสเซอรหลากรุน นํามาเปดตัว
มากมาย แตทีน่าสนใจที่สุดสําหรับพีซีในงานครั้งนี้ ซ่ึงเปดตัวอยางเปนทางการในวนัที่ 21 พฤษภาคม 2550 ที่ผานมานี้ ก็คือชิป
เซตตัวลาสุดที่ใชรหัสพัฒนาวา Bearlake โดยใชช่ือรุนอยางเปนทางการ ก็คือ 3-Series Chipset โดยตวั Bearlake นัน้ จะแบง
ซอยรุนลงไปอีกเปน 7 รุนยอย โดยในวันที่ 21 ที่ผานมา ไดเปดตวักอนสองรุนคือ P35 และ G33 โดยสองรุนนี้จะมีกําหนด
วางขายจริงในวันที่ 4 มิถุนา หรือพรอมวางขายในงาน Computex ทันที และวนันี้เรากจ็ะมาเจาะลึกถึงชิปเซตสองรุนนี ้วามี
ความพิเศษหรอืแตกตางจากรุนเดิมอยาง 965P และ 945G กันอยางไร 

 

 

               จุดเดนหลักของ Bearlake ที่ออกมานี้ นอกจากจะออกมารองรับในสวนของ Processor รุนถัดไปที่กําลังจะออกมาใน
สถาปตยกรรม 45 นาโนเมตร (รหัสพัฒนา Penryn) และการรองรับ FSB ที่สูงขึ้นเปน 1333MHz จากเดิม 1066MHz ในรุน P35 
Chipset ที่ออกมากอนนั้นแลว ยังเปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุนหนวยความจําไปเปนแบบ DDR3 ที่ความเร็ว 1066MHz และ 
1333MHz ซ่ึงในเมนบอรดรุนแรกๆ ที่ใชชิปเซต P35 เราอาจจะไดเห็นเมนบอรดที่มีสล็อตแรมทั้งสองแบบในบอรดเดียว 
เหมือนอยางตอน DDR2 และ DDR1 อีกทั้งในสวน Southbridge ก็มีการพัฒนาชิปตัวใหมออกมา ในรุน ICH9/R ที่ปรับปรุงใน
สวนของ I/O ใหมีการรองรบัสวนตางๆเพิม่มากขึ้น 



 

                  จาก Keynote ของทาง Intel ที่ออกมานั้น ใน Intel 3 Series นี้ จะขยายการรองรับสําหรับ Processor ตัวถัดไป หรือ 
45 นาโนเมตร พัฒนาการใชพลังงานในระดับที่ต่ํากวาเดมิ พัฒนาการรกัษาความปลอดภัยและการจดัการในระดับองคกร 
รวมกับเทคโนโลยี vPRO และการพัฒนากราฟกชิปใหรองรับสื่อ Hi-Definition 



 

                  โดยใน 7 รุนยอยของ Intel 3 Series นั้น จะสามารถแบงยอยออกได 4 ระดบั ตามความตองการของตลาด ซ่ึงในรุน 
Value หรือพีซีราคาประหยดั โดยทาง Intel ก็ไดจดัให G31 ดูแลในตลาดสวนนี้ สวนในตลาดระดบัทั่วไปกจ็ะมชิีปเซต P35, 
G35 และ G35 ที่อยูในกลุมตลาดดังกลาวนีอ้ยู สวนในตลาด Business หรือตลาดองคกร ก็จะม ีQ35 และ Q33 ที่มีการเพิ่ม
เทคโนโลยี vPRO เขาไป และในตลาดระดบั Hi-End ก็จะมี P35 และ X38 อยูในเซ็กเมนตนี ้



 

 



                 และตาม Roadmap ของ 3 Series Chipset ในตลาด Value นั้น G31 จะมาแทนรุน 946GZ และ 945GC จะออกสูตลาด
ในชวงไตรมาสที่ 3, ในตลาด Mainstream ก็จะมี G33 ที่มี Integrated Graphics จะมาแทนรุน 945G รุนนี้จะมวีางตลาดพรอม
งาน Computex สวน G35 กจ็ะมาแทน G965 รุนนี้จะมกีารพัฒนา GPU เปนรุนใหมที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดมิ และวางขาย
ในไตรมาสที่ 3 สวนในตลาด Hi-End ก็จะมี X38 ที่มาแทน 975X เดิม 

 

             ใน P35 Express Chipset นั้น มกีารพัฒนาตัว Northbridge ใหมกีารรองรับ FSB ระดับ 1333MHz และมีการรองรับแรม 
DDR3 ที่ความเร็วสูงถึง 1333MHz เชนกนั ในการควบคุมสวน PCI-Express นั้น ในชปิเซตนี้ PCI-Express ทั้งหมดรวม 22 เลน 
ซ่ึงทางผูผลิตเมนบอรดแตละรายกจ็ะมกีารปรับเปลี่ยนใหมีสล็อตแตละแบบอยางไรบาง ถาอยางในรุนที่มีการรองรับ CrossFire 
นั้น ตัวชิปเซตนี้สามารถทําไดเพียง 16x/4x ไมสามารถทําไดเต็ม 16x/16x ตองรอในรุน X38 ที่จะมกีารรองรับ CF แบบ 
16x/16x 
ในสวนของ Southbridge กม็ีการพัฒนาเปน ICH9/R ที่มีการเพิ่มการรองรับอุปกรณ USB2.0 ใหมากถึง 12 พอรต และเพิ่มการ
ทํา Hot-swap ในสวนของ eSATA ดวย ซ่ึงทาง Intel ไดใหขอมูลวา ICH9/R นั้นมีการพัฒนาใหรับสงขอมูลไดรวดเร็วขึน้
กวาเดิมในทกุๆ Interface เลยทีเดยีว 



 

 



                 ในรุน G33 Express Chipset ก็มีการเพิ่มสวน Integrated Graphics เขามาเพิ่มเติม โดยใชกราฟกชิปรุน GMA X3100 
พรอมเทคโนโลยี ClearVideo เขามา โดยในกราฟกชิปรุนนี้ สามารถรองรับ Hi-Definition Video พรอมทั้งรองรับ Interface 
แบบ DVI, HDMI, HDCP, MEC, ADD2 โดยใน G33 ยงัไดมีการพัฒนาเทคโนโลยใีหมที่เรียกวา Fast Memory Access เขามา 
โดยเทคโนโลยีนี้เพิ่มประสิทธิภาพของการใชหนวยความจําหลัก ใหมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

                อีกเทคโนโลยีที่นาสนใจของ P35 และ G33 นี้ก็มีเทคโนโลย ีTurbo Memory ที่เราอาจจะเห็นผานตากันมาใน
แพลตฟอรม Santa Rosa โดยในชิปเซตใหมนี้ก็มีการรองรบัเทคโนโลยีนีเ้ชนกัน โดยผูผลิตเมนบอรดสามารถเลือกไดวาจะใช
สล็อต PCI-Express x1 หรือชองเสียบพิเศษตางหาก ทีจ่ะใส NAND Flash เพื่อใชรวมกับเทคโนโลยีนี้ได 

 

              และเทคโนโลยีของ Turbo Memory นั้นก็สามารถใชงานรวมกบั Intel Matrix Storage ที่เปนการใชงานรวมกับ RAID 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของการดึงขอมูลในแบบตางๆไดเตม็ที่มากยิ่งขึ้น 
              ในไตรมาสที่ 3 นี้ก็จะยังมีชิปเซตทีเ่ปดตัวเพิ่มอีก ทั้ง X38, G35, Q35, Q33 และ G31 โดยเทคโนโลยีหลักๆของชิปเซต
เหลานี้กย็ังคงคลายคลึงกับ P35 และ G33 เชนเดิม 

 
http://hardware.arip.co.th/?p=230     วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2553     


